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Le Mlntetre ctes Affaim Economtques, 

£a hi du 24 max 1854 sur les brevets ^invention ; 
Vu la Convention d* Union pour la Protection de la Propriiti Industrielle ; 
Vu te~prvces~vtrbal dress* le 26 novembre iS>81 * ^ A ' 55 

Service de la Proprifcte industrielle; 



au 



un 



ARRETE: 

Article <i.-llestdeiv*a la Ste dite : WESTERN EEECERIC COMPANY 
INCORPORATED 

222 Broadway* New York, N.Y. (Etats-Unis d'Amgrique), 
repr. par les Bureaux Yander Haeghen a Bruxelles, 

brevet <T invention pour : Encapsulation pour un circuit integre, 



quelle declare avoir fait l««bjet d'une demande de brevet 
deposSe aux Etass-Itais d'Amerique le 28 novembre 1980, 
n° 210.776 au nom de -A.J. Ingram - et I. Weingrod dent elle 
est l'ayant cause. 



Article 2. — Ce brevet ltd est dtlivre sans examen prialable. d ses nsques et 
perils, sans ftarantie soit de la rialitl de la nouveauti ou du mtpte de r invention, son 
de (exactitude de ia description, et sans prejudice du drou uei 

Au present arreti demeurera joint un des doubles de la spicijication &/ l ™'*J™. 
(mimoire descriptif et eventuellement dessins) signes par Untiressi et diposis a fappm 
de sa demande de brevet, 

Bruxelles, le 15 decembre J9 81 

PAR DELEGATION SPECIAUE : 
Le DiiccCeur 
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A. J.Iagram 1-2 Belgium DESCRIPTION 

B. 74 846 DS 

joint© a una demande do 

BREVET BELGE 



dtoosee par la society dite: 



WESTERN EI£CTR1C. COMPANY, INCORPORATED 



ayant pour o 



bjet: Encapsulation pour un circuit intiigre 



Qualification proposee: BREVET D« INVENTION 

Priorite d'une demande de ^t^ZVw^^™** 
d'Amerique le 28 novembre J9*™£* n 219 ° 77t> 
de Arthur J. INGRAM et Irving WEINGROD 
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La present Invention concerne 1 * neapaulation des 

puces de circuits int4gr*s & semiconducteur * 

On encapsule les puces de semic nducteurs & la 
fois pour la protection et pour la commodity de l v int rcon- 
5 nexion des circuits des puces avec des bornes situfies sur 
des supports de montage tels que des cartes de circuit 
imprint*. L' encapsulation facilite igalement le test et le 
montage automatique de puces dans un dispositif. II exis^te 
une trfcs grande varifitfi de bottlers de puces de circuits 

10 int6gr€s, mais les types en matidre plastique pcst-moul6e, 
non hermStiques ,tels que le boitier & double rang^e de con- 
nexions et le bottier du type porte-puee, prfisentent un 
inter §t majeur. Des normes existent ou,sont en cours d f Ela- 
boration pour les boitier s de ces types, et ces normes 

15 prescrivent les dimensions gSnerales, les types de contacts 
externes et 1* Scartement entre contacts. 

L' encapsulation de dispositif s a semiconducteurs 
constitue cependant une proportion considerable du cofit 
total d'-un dispositif terming. Des efforts perinanents sont 

20 done consacrfis au dSveloppement de boltiers et de techni- 
ques d 1 encapsulation qui reduisent le coQt, assurent une 
f isbili-tfi felevee et conduisent 3r une taille reduite. Les 
techniques automatisees de fabrication, de test et de monta- 
ge contribuent a diminuer le coQt et a augmenter la fiabl- J 

25 lite. II est Sgalement souhaitable gu'une structure de bol- 
tier particuliere puisse recevoir, avec peu cu pas de chan- 
gement, diverses puces de semiconducteurs diff ^rentes. Ceei 
a pour consequence de reduxre au minimum le nombre total de 
tallies de bottier n£cessaires pour toutes les tallies de 

30 puces. 

Le brevet U.S. 4 132 856 decrit une encapsulation 
d'une puce de circuit int£gre a semiconducteurs dans 
laquelie des conducteurs formes d : une seule piece sont con- 
nectes a des electrodes du cSte avant de la puce et se ter- 
35 minent par des contacts exteriexesau corps decapsulation 
en matiere plastique moulee. Un element metallique separe 
est n€cessa±re pour etablir un contact thermique avec le 
c6te arriere de la puce et pour etablir un support mecanique 



avant la fornxation du corps en nafcUr* plastique aoul* * Las 
Sltaents conducteurs peuvent 8tre fornt$s & partlr d ( un eul 
morceau da f uill m6tallique, comme un bande & 61 to en ts 

* poutres, mais la nScessit* d 1 employer l*6l<ment mitallique 
5 s6par6 complique l'opiraticn decapsulation* 

Conform&aent 4 1 1 invention , le contact thenaique 
et, si on le desire, ilectrique av*c la face arrlire de la 
puce et le support m6canique pendant la fabrication sont 4ta- 
blis par des Aliments conducteurs en une seule piece r6ali- 

10 ses d'un seul tenant avec des languettes d'aire £lev£e qui 
sont en contact avec la face arriere de la puce. 

Cette forme d' encapsulation se prSte particuliire- 
ment bien a 1 'utilisation d'une bande k 6l6merrfcs poutres 
passant d'une" bobine & une autre, du fait que tous les 41e- 

15 ments conducteurs et tcutes les languettes peuvent €tre for- 
mes & partir d'une seule feuille de mStal. 

L' invention sera mieux comprise a la lecture de la 
description qui va suivre de modes de realisation et en se 
r£ferant aux dessins annexes sur lesquels : 

20 " " ~ La figure 1 est une representation en perspective, 
partiellement arrachSe et en coupe, d'une encapsulation con- 
forme a l 1 invention ; 

La figure 2 est une vue en plan d r un cadre de mon-. 
tage unique forme dans une partie d'une bande a elements 

25 poutres au cours de la fabrication de l 1 encapsulation de la 
figure 1 ; 

La figure 3 est une vue de detail en perspective 
de I'extr&nite interieure de I'un des Elements poutres du 
cot€ avant de 1 'encapsulation de la figure 1 ; 
30 *La figure 4 montre une variante du detail de la 

figure 3 ; et 

La figure 5 est une vue en perspective, partielle- 
ment arrachee et en coupe, reentrant plusieurs encapsulations 
corformes a l 1 invention a I'interieur d'un tnagasin du type 
35 reglette. 

La figure 1 montre, en perspective, un porte-puce 
qui consiste en un corps en matiere plastique post-moulee 10 
qui maintient en association les divers elements de I'encap- 
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sulation et qui definit un profil de boltier convenant pour 
un equipement de manipulation du type a r£glefcte. Le porte- 
puce est represents sous une forme par tie 1 lenient arrache t 
en coupe pour montrer la configuration des divers Elements a 
5 l'interieur du corps en matiere plastique moulee 10. 

La puce de semiconducteur 11 est placee a l'inte- 
rieur du corps 10- Sur le dessin, la face avant ou active de 
la puce se trouve du cote superieur et elle porte un ensemble 
d' Electrodes 15 consistant en zones de metal destinees a 
10 1 1 Stablissement de connexions avec le circuit integre a semi- 
conducteur . 

L' interconnexion entre les electrodes 15 qui se 
trouvent sur la puce de semiconducteur 11 et les contacts 
externes 13 s 1 effectue au moyen d' elements conducteuxs 12. 

15 Sur la face avant de la puce, a l'interieur du boltier, les 
Elements conducteurs 12 se terminent par des doigts 14 dont 
les bouts comprennent une zone destinee a la fixation sur 
une Electrode de puce 15, le terme "fixation" Stant pris 
dans un sens qui en globe tous les moyens connus pour reali- 

20 ser une liaison conductrice, ces moyens comprenant, de fa?on 
no'n limitative, la fixation par thermocompression , la fixa- 
tion thermosonore et ultrasonore, la fixation par un adhesif 
conducteur et eutectique, le soudage avec une matiere fusi- 
ble, le brasage, et diver ses formes de soudage par fusion. 

25 A 1 T exterieur du corps 10, les elements conducteurs 12 se 
terrain ent par des contacts exterr.es 13, congus de fagon a 
venir en contact avec des zones de bornes sur un circuit 
d f interconnexion, qui peut comprendre des elements ceramiques 
a couches epaisses et a couches minces et des cartes de cir- 

30 cuit imprime rigides et flexibles. De tels contacts peuven-t 
utiliser la pression d'un ressort ou un certain mode de 
fixation, de soudage par fusion ou de soudage par une matiere 
fusible. Bien qu'ils soient representes dans ce mode de 
realisation sous la forme' de pieds en L destines a etre mon- 

35 tes sur une surface, les conducteurs 12 et les contacts 13 
pourraient tout aussi bien etre adaptes a un autre type de 
connexion, comme par exemple par insertion dans des trous 
dans izne piece de montage, Selon une variants, les conduc- 



• • 

• ■ * 



• 1 • • » 
• ••• 
• • • • 
• • • » 

• ••••••* to 



teurs 12 et les contacts ei?cernes 13 peuvent etr courbes 
dans la direction opposee pax rapport a 1 1 orientation de la 
puce de semiconducteur. Ceci conduit a une connexion des 
electrodes 15 de la puce de semiconducteur 11 aux zones de 
5 bornes du circuit d 1 interconnexion qui est 1' image dans un 
miroir de la connexion precedente, sans changements pour la 
puce de semiconducteur . II est important de noter que cha- 
que element conducteur 12 est un element continu unique 
s'etendant depuis le doigt 14 de la face avant jusqu'au con- 

10 tact externe 13. II n'y a pas de connexions intermediates 
qui tendraient a augmentez le cout et a reduire la fiabilite. 

Quatre languettes 15, relativement grandes et en 
forme de palettes, viennent en contact avec la face inferieure 
ou arriere de' la puce de semiconducteur 11 , et ces languettes 

15 sont formees de fa?on similaire dans la bande a elements 

poutres. A son tour, chaque languette 16 est connectee a une 
paire d 1 elements conducteur s 17 se terminant par des contacts 
externes 18, et elle est realisee d»un seul tenant avec ces 
elements.. Les elements conducteurs 17 sont places aux extre- 

20 mitis des rangees d' elements conducteurs 12. Les languettes 
16* procurent un support mecanique d'aire elevee pour la puce 
de semiconducteur 11, ainsi qu'un contact thermique et un 
contact electrique avec celle-ci, si on le desire. De fagon 
caracteristique, les languettes 16 sort fixees de maniere 

25 conductrice a la face arriere de la puce 11 et assurent la 
dissipation thermique a la fois par convection et conduction, 
et par l'etalement de la chaleur a 1' inter ieur de la puce de 
semiconducteur en silicium. 

On peut egalement concevoir d*autres configurations 

30 de contacts de face arriere formees d r un seul tenant a paxtir 
du cadre de montage. . Le nombre, la forme et la disposition 
des languettes 16 peuvent differer de ceux representes. A 
titre d'exemple, une autre configuration peut comporter deux 
languettes disposees de fa$on central e sur des cStes opposes 

35 de la puce, au lieu de se trouver dans les coins. On peut 
employer de fag on similaire des configurations tres diverses 
d' Elements conducteurs pour les languettes. 

Des caracteristiques supplemental es de la structure 
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porte-puce de la figure 1 ressortiront de la maniere selon 
laquelle 1 'encapsulation est realisee. En particuli r, la 
structure unitaire de chaque conducteur de eon-tact ^12 pour 
les contacts de la face avant et de chaque conducteur de 
5 contact 17 pour les contacts de la fase arriere decoule de 
la maniere selon laquelle le cadre de montage est fabriquS 
et assemble. La figure 2 montre une partie 20 d'une bande a 
elements poutres, d'un type congu de fagon a etre d§place 
entre deux bobines, avec un positionnement precis a des pos- 

10 tes de travail. Dans ce but, la bande est munie de trous 
d'entrainement 22. Le trou triangulaire 31 est une marque 
d 1 identification et d 'orientation. La bande 21 consiste de 
fa§on caracteristique en une feuille de cuivre doree ayarvt 
une Spaisseur caracteristique d 1 environ 0,1 mm. 

15 Selon une variante, la feuille de cuivre peut 

avoir une autre epaisseur et elle peut etre revetue avec 
d'autres metaux, comme l'etain, ou elle peut ne pas etre 
revStue. De fa$on similaire, on peut utiliser d'autres 
metaux conducteurs, comme 1' aluminium et des alliages fer- 

20 reux appropries, a la place de la feuille de cuivre. 

La figure 2 montre la partie 20 de la bande a 
laauelle on a donne une forme definissant le cadre de monta.- 
ge, et qui a ete assemblee, par fixation, a une puce de 
semiconducteur 23. Plusieurs etapes de fabrication sont 

25 intercalees entre la realisation de la bande a elements 
poutres et 1 1 obtention-de la structure representee sur la 
figure 2. On forme tout d'abord sur la bande un masque 
resistant a I'attaque pour definir une configuration parti- 
culiere du cadre de montage. Le masque definit les divers 

30 elements conducteurs de contact 24 de la face avant et les 
Elements conducteurs de contact 26 qui sont relies aux lan- 
guettes de contact 27 de la face arriere. Les languettes de 
contact 27 de la face arriere sont egalement definies dans 
la bande, dans les vides 30 qui se trouvent cars les coins 

35 de la configuration du cadre de montage. Ainsi, le cadre de 

■ 

montage est defini dans la bande dans un seul plan et iJ. 
comprend le reseau d 1 elements conducteurs 24 qui se termi- 
nent par les contacts de la face avant, les elements conduc- 
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teurs 25 qui sont irtutilises et les elements conducteurs 26 
qui se terminer* par les languettes 27 de la face arriere. 

Comme le montre la figure 2, l'aire de contact 
entre chacune des languettes de la face arriere, 27, et la 
5 face arriere de la puce 23 represente environ 20* de l'aire 
de la face arriere, soit 80* pour 1' ensemble des quatre 

languettes 27. 

On va maintenant passer a la figure 3 sur laquelle 

la partie d'extremite 41 d'un conducteur de contact de face 

10 avant, 24, de la figure 2 est representee retourr.ee pour 
montrer le plot de fixation 43 au bout du conducteur, et la 
partie adjacente 42 de section transversale reduite. Cette 
configuration de la zone de fixation et de la partie de 
section transversale reduite est egalement formee au moyen 

15 d'une operation specialist de masquage et d'attaque. La 
partie adjaeente 42 de section transversale reduite assure 
la liberation des contraintes induites par voie thermique 
afin d'eviter des ruptures de fixation au niveau du contact 
sur la puce de semiconducteur. 

20 - ••- La "figure 4 represente une autre configuration 

pour la partie d'extremite 51 du conducteur de contact de 
face avant. Dans cette configuration, il est avantageux de , 
former sur la puce de semiconducteur une electrode surelevee 
sur laquelle la zone 53 du conducteur est fixee. La libera- 

25 tion des contraintes est assuree par une partie 52 adjacente 
a la zone de fixation 53, avec une section transversale 
reduite pour la 'partie 52 comme pour la zone de fixation 53. 

Une fois que le cadre de montage est fcrme dans la 
bande a elements poutres, il peut Stre revetu en tctalite ou 

30 en partie- avec une ou plusieurs couches minces de metal. On 
positionne ensuite le cadre de montage en contact avec une 
puce de semiconducteur 23, avec les bouts des elements con- 
ducteurs de contact de la face avant, 24, sur les electrodes 
23 de la puce de semiconducteur. On applique ensuite un 

35 outil pour fixer les plots de fixation 43 aux electrodes 28 
de la puce. Le cadre de montage represente sur la figure 2 
comprend un reseau standard de quatorze elements conducteurs 
sur chacun des quatre c8tes, ce qui fait un total de 56. 



Ceci correspond & une conf i gar at ion particulier dans une 
fmille de cadres do montage de taille et de forme similai- 
res. Comma il est represents* les 416nients conducteurs 
d'extr&nltt 26, au nombre de huit au total » scant utilises 
5 pour^rialiser des contacts externes pour les languettes de 
contact de la face arriere, 27. Les conducteurs de contact 
restarts de la face avant sont disponibles pour connecter 
des Electrodes de la puce de semiconducteur a des circuits 
externes. Cependant, tous les conducteurs ne sont pas 

10 n^cessairement utilises dans une structure particuliere de 
puce de semiconducteur, et c'est par exemple 2Le cas du con* 
ducteur 25. Toutes les parties de conducteur dormant les 
contacts externes sont fabriquees et conservees i l'int£- 
rieur du corps moule afin d'aineliorer la resistance m6cani- 

15 que et 1 'uniformity du boltier. Les Elements inutilisfis, 

comme le conducteur 25, peuvent §tre supprimes ult&rieurement, 
en fonction de necessity particulieres de la conception. La 
languette 32 formee sur un conducteur 24 particulier assure 
1 1 identification . 

20 ~ "~ On Voit que c'est ici que reside la souplesse de 
conception de cette configuration de cadre de montage. De 
simples changements de la conception du masque d'attaque per- 
mettent de produire une variete de configurations d' elements 
Conducteurs, ce qui permet d 1 accepter une grande variete de 

25 configurations d 1 Electrodes sur la face avant de la puce de 
semiconducteur 23. Les elements conducteurs 24 des contacts 
de la face avant peuvent avoir diverses configurations aux 
extr&nites des conducteurs de la face avant e*t diverses 
extremites de conducteurs •> peuvent etre supprimees pour 

30 s'adapter'a diverses configurations d 'electrodes 28 sur la 
surface avant de la puce. Si on le desire, on peut egalement 
modifier la forme ou 1 1 emplacement des languettes de contact 
27 de la face arriere, ou les supprimer partiel lenient, comme 
decrit precedemment. Selon une variante, on peut supprimer 

35 certaines des languettes de contact 27 de la face arriere, 

■ 

et on peut utiliser leurs conducteurs respectifs 26 pour la 
connexion a des electrodes 28 de la puce de semiconducteur • 

Une fois que les conducteurs de contact de la face 



24. ont M «** .ux *l.etrod« 28 a»* 1« P«J^ 
seaiconduct.ur 23. on bobin. U band.. « * "~ 

— P«" Intercalate ,»1 W - •«*. 
' es d. semiconductaur sclent suspenduas par 1 s "«*"- 

un autre traiteinent. *in.l, P« exemple. or, peut »"» e " r 
Z botin. complete a - traiteaent —Jf-! eB 

J! version dans un bain de nettcyage ou un traite^t 

dans un four d' dtuvage. 

10 La bar.de est ensuite amenee a un autre pj>ste ae 

travail et les languettes 27 de la face arrlere sent 
tra j. , . „i...»r dans l 'orientation indiquee 

pliees a 180° pour les placer dans on 2 
«ir des traits partiellement en pointilles sur la xigux« 2. 
par des trails P . » * i-aide d'un outillage destine 

AecomDUf cette operation a l aiae a un v 
on accorapAiw . ^aniere a etablir 

*c a nii« les languettes dans la zone 29, ae awn*^ 

15 I' 2* i est de faoon e g a! a l'*"^ 

Te la Puce de semiccnducteur 23. Ainsi. les languettes da 
i et 27 de 1. face arriere etablissent un contact prati- 

20 " dUC * eUr - ,es lansuettes de contact 27 de la face arriere 

peuvent etre fix*- * «,«,. "^^J"" ^J^"' 
L des divers n,oyens cesignes precedent par le «™» 
"f ixation" , pour etablir un contact eiectrique ou taerrol^e 

"fixation , Ptilise de la matiere 

25 entre les languettes et la puce. Si on utilise ae 
25 enw« habituellement durcir da*.s 

« type ther-loue ou Uectrique, ou des deu, ~£ 
engTettes de contact 27 de la face arrlere est realise* . 
30 finalemerit au moyen des elements conducteurs 26. 

• Ensuite, la partle d. bande 20 qui der-ure un el. 
m ent <•«.. bobine, avec des contacts etablis sur 1 avant 
I. fiuI 1'arriere de la puce de semiccnducteur. de la 
^ r d, d-dessus, est introduite dans - -»X. — 

35 Cel on for,a le corps en -"^^ ^ "etre 
represente sur la figure 1. Dans certains cas, xj. p 
represen re vetement protecteur sur la sur- 

avant ageux d' applique* un i . Oration 

Iv, de la ouce de semiconducteur , 1' operation 
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de moulage. Ce revttement peut con later en une matidre 
6pousant la forme d son substrata coram© un caoutchouc aux 
silicon s appropri6 qui se vulcanise & la temp6ratur ambian- 
te. 

5 Dans un exemple particulier, le corps lO est moult 

par injection en utiltsant une matiere thermoplaatique telljs 
que le Ryton BR06-A. Le Ryton est une marque de la firme 
Phillips Petroleum Corp. Une matiere thermoplastique ne 
n^cessito g£n6ralement pas une pSriode de durcissement aprds 
10 moulage, et l 1 operation de moulage peut 8tre acccmplie en une 
durfee de I'ordre de quelques secondes. soit de fa$cn caract§- 
ristique d 1 environ six & vingt secondes. 

Le corps 10 moul£ par injection peut, Stre f ormfi 
simultan&nent* a plusieurs emplacements de la^bande et l'appa- 
15 reil de moulage peut recevoir plus d'une bande. Ensuite, dans 
un autre traitement de bobine a bobine, on Sbavure les "boftiexs 
pour enlever la matiere ae moulage en exc&s et on les neffcoie, 
Enfin, dans un autre traitement de bobine i bobine, on sectiarme 
la band©; pour en separer chaque boltier moul§, et on effec- 
20 tue la mise en forme et la finition des conducteurs ex terries. 
On'introduit ensuite automatiquement les bottlers individuels, 
avec une orientation uniforme, dans un magasin du "type 
r£glette. Une caracteristique des operations de sectionnemen-t, 
de finition et de pliage consiste en ce qu'elles sort accom- 
25 plies apres l f operation de moulage du boltier. II exists done 
automatiquement un support mecanique pour la structure de 
cadre de montage pendant ces operations. On evite ainsi 1 'uti- 
lisation de dispositifs de maintien speciaux ou d'autres 
supports pour eviter le gauchissement ou la deformation de la 
30 structure "de cadre de mortage pendant les operations de tra- 
vail du metal. 

En se reportant a la figure 5, on voit une partie 
61 d'un- magasin du type reglette qui contient plusieurs bot- 
tlers 62, 63, 64. Les corps en matiere plastique de chacun 
35 des bottlers 62, 63, 64 portent sur les rails internes 66-67, 
72-73, 74-75. Ces rails assurent la- suspension des bo£t±ers 
dans la reglette de telle maniere que les conducteurs exter- 
nes 71 ne viennent en contact avec aucune des surfaces inter- 



P 



JV 



y 11 ' 

nea de la r$glette. La configuration do suspenaion par rails 
6tablit 6galeaent un d^gagement tout aut ur du bottler de 
fa$on que le d£brls presents & l*int*ri ur d la r4ftl tt 
ne gtaent pas le mouvexaent d s boltiers. Lea coins €9 d a 
5 bottiers moulds s*£ tender) t au-deld des conducteurs externes 
71 at font en sorte que les conducteurs d'un bottler ne 
viennent pas en contact avec ceux d'un bottler adjacent ou 
avec les rails lat^raux 72*73* 

II est tres avantageux de manipuler les bottlers 

10 lorsqu'ils sont charges dans des r§glettes & partir 

desquelles lis peuvent Stre distribu&s et dans lesquelles 
ils peuvent 8tre r^introduits au cours de diverses operations 
de test* de vieillissexnent, ou autres. 

II va de sci que de nombreuses modifications 

15 peuvent Stre apport§es au dispositif d€crit et representor 
sans sortir du cadre de 1' invention. 
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REVENDICATIONS 

1. Encapsulation pour une puce de circuit lnt€gre 
a semiconducteur (11, 23), la puce comportant une face avant 
et une face arriere, la face avant portant des 61 ctrodes 

5 (15, 28), et 1 'encapsulation comprenant un corps moule (10) 
qui enferme la puce, et des premiers elements conducteurs en 
une seule piece (12, 24) qui sont connectes a des electrodes 
(14, 28) respectives et qui comportent des parties de con- 
tact (13) d'un seul tenant, a l'exterieur du corps (10), 
10 caracterisee en ce qu'elle comporte des seconds elements 
conducteurs en vune seule piece (17, 26), realises d'un seul 
tenant avec des languettes . (16, 27) d'aire elevSe qui sont 
en contact avec la face arriere de la puce (11, 23). 

2. Encapsulation selon la revendication 1, carac- 
15 t£ris§e en ce que les seconds elements conducteurs en une 

seule piece (17) comportent au moins une partie de contact 
(18) realisee d'un seul tenant a l'exterieur du corps (10), 
pour chacune des languettes (16, 23). 

3. Encapsulation selon I'une quelconque des reven- 
20 dictations 1 ou 2, dans laquelle le corps (10) a un contour 

de forme generals rectangulaire, lorsqu 1 il est vue en plan, 
caracterisee en ce que les coins (19, 69) du corps (10) font 
saillie a partir du corps de f agon a proteger les parties 
de contact externes (13, 18) des Elements conducteurs, 
25 4. Encapsulation selon la revendication 3, carac- 

terisee en ce que la paire de parties de contact externes 
(18) qui est adjacente a chaque coin est formee d'un seul 
tenant avec I'une respective des languettes (16, 27). 

^5. Encapsulation selon I'une quelconque des reven- 
30 dications 1 a 4, caracterisee en ce que les premier et 

second elements conducteurs (12, 17, 24, 26) et les languet- 
tes (16, 27) sont tous formes a partir d'une seule feuille 
de metal (20). 

6. Encapsulation pour un circuit izriegre, telle 
35 que decrite ci-dessus et representee aux dessins annexes. 

8RUXELLES, 10 Z 6 NOV, 1931 
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